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ปญหาจำนวนมากเกี่ยวกับการหยุดเล็กนอยของเครื่องจักรและคุณภาพของผลิตภัณฑ เกี่ยวโยงกับความผิด  
ปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ลองคิดดูวาถากระบวนการของเราถูกกำหนดใหใชวัสดุเพียงชนิด  
เดียว ทำงานภายใตเงื่อนไขตางๆ ท่ีกำหนดไวอยางดีและไมมีวันเปล่ียนแปลง  แนนอน เครื่องจักรก็จะไมเสีย ผลิต-  
ภัณฑก็จะไมมีปญหาดานคุณภาพ  แตอยางไรก็ตาม ในความเปนจริง เราใชวัสดุและเงื่อนไขในการทำงานแตกตาง  
มากมายตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ และยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่เคร่ืองจักรของเราจะพบกับความยุงยากใน  
การรักษามาตรฐาน 

ความหมายสั้นๆ ของคำวาความผิดปกติในที่นี้ก็คือ มีบางอยางเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน  กลาวคือ วิธีการ  
ทำงาน แมพิมพ อุปกรณนำรอง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองจักร เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ตั้งไว ซ่ึงทำใหคุณ  
พบกับการเพิ่มขึ้นของปญหาการหยุดเล็กนอยของเครื่องจักรและคุณภาพของผลิตภัณฑ  ดวยเหตุนี้ ถาคุณสามารถ  
ลดความผิดปกติของสิ่งที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรภายในกระบวนการลงได เครื่องจักรก็จะเดินภายใตเงื่อนไขอันเปน  
ที่ตองการ เครื่องจักรเสียและของเสียจะลดลง อายุการใชงานของเคร่ืองจักรก็จะเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

กราฟบนในภาพที่ 8.1 แสดงใหเห็นวาการลดลงอยางตอเนื่องของการเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร (Machine 
Productivity) และการลดลงอยางรวดเร็วในบางชวงเมื่อเกิดความผิดปกติ มีลักษณะเปนอยางไร จนกระทั่งสิ้นสุด  
อายุการใชงาน  ในทางตรงกันขาม ในกราฟลาง แสดงใหเห็นผลลัพธของเคร่ืองจักรที่ไดรับการปรับปรุงและใชมันดวย  
วิถีทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด กราฟนี้มีที่มาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยทั่วไป และอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ  
ขนาดกลางที่ถือวายอดเย่ียมในประเทศญี่ปุน 

ในบทนี้จะมุงประเด็นไปที่ความผิดปกติของกระบวนการที่เกี่ยวของกับเคร่ืองจักร และแนวทางในการคนหา
เงื่อนไขท่ีเหมาะสมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องจักรเสียและของเสีย ตัวอยางในหัวขอตอไปมาจากสายการประกอบแผน
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วงจรพิมพหรือ PCB (Printed Circuit Board) ของบริษัท A* ที่พบวาของเสียสวนใหญในแผนวงจรเกิดจากการจุม
โลหะบัดกรี ซึ่งมีหลายลักษณะ แตทั้งหมดเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือ ไมสามารถปรับสภาพภายในถังโลหะบัดกรีให
แปรเปลี่ยนตามขนาดและความหนาแนน (ความมากนอยของชิ้นสวนที่ประกอบลงบนแผนวงจรพิมพนั้นๆ ) ของแผน
วงจรที่กำลังทำการจุมอยูได  ในบางโรงงานท่ีใกลเคียงกัน เราเคยพบวา ดวยสาเหตุนี้ทำใหเกิดของเสียถึง 100 
เปอรเซ็นตเลยทีเดียว  

ตัวอยาง: การลดของเสียจากการจุมโลหะบัดกรี ในแผนวงจรพิมพ (PCB) 
แผนวงจรพิมพมีการแบงโดยทั่วไปอยู 3 ประเภทตามขนาด ในแตละประเภทยังมีการแบงตามความหนา-  

แนน (แบงเปนอีก 3 ระดับ) เมื่อพิจารณาการแบงทั้ง 2 แบบนี้รวมกันจะพบวามีแผนวงจรพิมพอยู 9 กลุม  ในแตละ
กลุมเรากำหนดเงื่อนไขในการจุมที่เหมาะสมที่สุด และจากการรักษาไวไดซึ่งเงื่อนไขนั้น ทำใหเราลดของเสียลงไดคร่ึง
หนึ่ง ตอไปเราจะอธิบายขั้นตอนที่เราใชในการคนหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด   

 
ภาพท่ี 8.1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตที่เคร่ืองจักรสามารถทำได 

 

* บริษัทนี้ยังเปนตัวอยางเรื่อง Cell Design ในหนังสือของ Ken’ichi Sekine เร่ือง One-Pice-Flow (Productivity Press, 1992) อีกดวย 
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